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前言

　　本书为配合教育部“信息技术及应用培训”的教育工程（简称“IT&AT”教育工程）而编写，重
点介绍了目前使用最广泛的微软Office系列软件的基本功能与使用方法，用实例引导，在练习过程中掌
握，具有很强的实用性。
　　本着以素质教育为核心、以培养就业上岗能力为重点，以技能训练为特色的指导思想，书中的内
容覆盖了计算机的基础理论、网络知识以及Word、Excel、PowerPoint、FrontPage等软件的应用，既强
调了知识的渐进性、系统性，又兼顾了知识的适用性和实用性。
　　本书共9章，内容丰富，结构清晰明了，语言通俗易懂，具有较强的可读性，同时，本书还配备
技能操作训练素材库，能指导学生在学中练、练中学，从而提高分析和解决问题的实际能力，体现了
高职高专教材的职业性和实践性。
按照本书所讲内容进行学习，读者可以轻松地掌握微软Office系列软件的应用技能和计算机基础知识。
　　本书可作为高职高专院校和中等职业学校计算机基础课教材，同时也适合作为相关培训班的教材
。
　　本书由赵美惠任主编。
参编人员有周胜、孙越、曹越、陆启军、石艳红等，全书由张祖鹰主审。
　　本书在编写过程中参考了相关图书、资料，在此对这些图书、资料的作者表示感谢。
　　由于编者水平有限，书中难免有不妥之处，敬请读者予以批评指正。
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内容概要

　　《计算机应用基础》为配合教育部“信息技术及应用培训”的教育工程（简称“IT&AT”教育工
程）而编写。
重点介绍了目前使用最广泛的微软Office系列软件的基本功能与使用方法，用实例引导，在练习过程中
掌握，具有很强的实用性。
《计算机应用基础》内容包括计算机的基础理论，网络知识以及Word、Excel、PowerPoint、FrontPage
等软件的应用知识。
 　　《计算机应用基础》分为9章，内容丰富，结构清晰明了、语言通俗易懂，具有较强的可读性。
同时配备技能操作素材库，按照《计算机应用基础》所讲内容进行学习，读者可以轻松地掌握微
软Office系列软件的应用技能和计算机基础知识。
 　　《计算机应用基础》可作为高职高专院校计算机应用技术课程教材，也可作为成人教育、职业技
能培训的教材，同时还可以作为广大IT爱好者个人工作、学习的自学参考书使用。
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章节摘录

　　1.2 微电子技术　　1.2.5 集成电路的制造过程　　集成电路是在硅衬底上制作而成的。
硅衬底是将单晶硅链经切割、研磨和抛光后制成的像镜面一样光滑的圆形薄片。
它的厚度不足1mm，其直径可以是6英寸、8英寸、12英寸甚至更大，这种硅片称为硅抛光片。
硅抛光片经过严格清洗先后即可直接用于集成电路的制备。
　　制备集成电路所用的工艺技术称为硅平面工艺，它包括氧化、光刻、掺杂和互连等多项工序。
把这些工序反复交叉使用，最终在硅片上制成包含多层电路及电子元件（如晶体管、电阻、电容、逻
辑开关等）的集成电路。
视硅片大小和集成电路的复杂程度，每一硅抛光片上可制作出成百上千个独立的集成电路，这种整整
齐齐排满了集成电路的硅片称作“晶圆”。
　　晶圆制成后，用集成电路检测仪对每一个独立的集成电路逐个进行检测，将不合格的集成电路用
磁浆点上记号。
然后将晶圆切开，分割成一个个单独的集成电路小片，通过电磁法把点了磁浆的废品剔除，将合格的
集成电路按其电气特性进行分类。
这些集成电路小片就称为芯片（chip）。
因为晶圆上布满了这种芯片，所以也有人把晶圆称为大圆芯片或者直称其为芯片。
　　将每个芯片固定在塑胶或陶瓷的基座上，并把芯片上蚀刻出来的引线与基座底部伸出的插脚进行
连接，然后盖上盖板进行封焊，以保护芯片免受机械刮伤或环境污染。
常见的集成电路制造的最后一道工序是成品测试。
经测试后按照它们的性能参数分为不同等级。
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